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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべ

きとの申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS C 60068-3-4:2004
は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 

 

 



 
 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。  

日本産業規格（案）       JIS 
 C 60068-3-4：0000 
 

環境試験方法－電気・電子－ 
第 3-4 部：支援文書及び指針－高温高湿試験 

Environmental testing－Part 3-4: Supporting documentation and guidance－ 
Damp heat tests 

 
序文 

この規格は，2023 年に第 2 版として発行された IEC 60068-3-4 を基に，技術的内容を変更することなく

作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

1 適用範囲 

この規格は，製品規格，例えば，部品又は装置の規格を作成する際に，環境試験における湿度の影響に

ついて，必要な情報及び基本原則を提供する。さらに，恒温恒湿槽の操作に関する情報を提供する。 

この規格の目的は，一連の高温高湿試験に関する支援文書及び指針を提示することである。高温高湿試

験は，製品規格に規定されている場合，適格性確認を主な目的として高温高湿試験が必要とされる装置の

性能を実証するために適用可能である。この情報及び基本原則は，特定の製品，場合によっては特定の種

類の用途に対して，適切な試験及び試験の厳しさを選択するのに役立つように意図している。 

高温高湿試験の目的は，結露（凝縮）の有無にかかわらず，電気製品・電子製品の電気的及び機械的特

性が，高い相対湿度の気象条件に耐える能力を判定することである。また，高温高湿試験は，ある種の腐

食作用に対する供試品の耐食性を検査するために利用することが可能である。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 
IEC 60068-3-4:2023，Environmental testing－Part 3-4: Supporting documentation and guidance－Damp 

heat tests（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こと

を示す。 

2 引用規格 

この規格には，引用規格はない。 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次による。 
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注記 “水分拡散”，“流れ”及び“呼吸作用”の詳細は，A.2.1 において参照可能である。 

3.1 
結露（condensation） 

表面温度が周囲の空気の露点温度より低い場合に，表面に水蒸気が析出し，水蒸気から液体の状態に変

わり水となる現象 

3.2 
水蒸気吸着（adsorption） 

表面温度が露点温度より高くなったとき，表面に水蒸気分子が付着する現象 

3.3 
水分吸収（absorption） 

材料の内部に水が蓄積する現象 

3.4 
水分拡散（diffusion） 

局所的な分圧差によって生じる材料中の水分子の移動 

注釈 1 水分拡散は，局所的な圧力を平衡にし，一方，流れ（例えば，漏れによる流れであり，漏れの

大きさが粘性流又は層流をなすのに十分な場合）は，全体の圧力を最終的に平衡にする。 

3.5 
呼吸作用（breathing） 

温度変化又は気圧の変化によって生じる中空の領域と周囲との間の空気の交換 

4 加湿及び制御手順 

4.1 一般 

様々な加湿方法及び湿度制御方法を備えた数多くの湿度試験槽が入手可能である。 

水抵抗率は，+23 ℃で 5 µS/cm～20 µS/cm の導電率に対応する 2 000 Ωm～500 Ωm の間であることが

望ましい。試験槽の加湿器又は貯水槽に水を入れる前に，試験槽の全ての内部を洗浄することが望ましい。 

注記 1 5 µS/cm より低い導電率は，加湿器システムを害する可能性がある。20 µS/cm より高い導電率

は，加湿器システム又は供試品の一部にシリカ又はその他の鉱物由来の付着物を形成させる可

能性がある。 

試験槽及びその内部部品は，希釈された試験室用の洗浄剤及び柔らかいブラシを使用して洗浄し，蒸留

水又はイオン交換水ですすぐことが可能である。各試験前に，試験槽を洗浄することが望ましい。試験設

備は，清潔な場所で操作することが望ましい。 

注記 2 試験槽センサーは，洗浄手順の影響を受ける可能性がある。一部のセンサー（例えば，容量式

湿度センサーなど）は，一部の洗浄剤で損傷する可能性がある。 

注記 3 清掃中は，試験槽及び内部の備品の汚染対策として，手袋及び保護マスクの着用が有効である

可能性がある。 

4.2 水の注入（噴霧） 
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水は，霧状の非常に細かな粒子又は小さい水滴にする。 

このようにして生成した噴霧で湿らせた空気流を有効空間内に流し込む。このとき，水滴のかなりの部

分が途中で蒸発する。この空気流には，小さな水滴が残っている可能性がある。 

有効空間内に直接水を噴射するのは避けることが望ましい。さもなければ，液状の水が供試品に溜まる

可能性がある。 

これらの簡単なシステムは，加湿速度が速く，ほとんど保守を必要としない。このような加湿システム

としては，例えば，超音波加湿器及びノズル（1 流体ノズル又は 2 流体ノズル）による霧化がある。 

4.3 水蒸気の注入 

蒸発した水（水蒸気）を試験槽の有効空間内に送り込む。 

この方法は，加湿速度が速く，（蒸気弁の）保守が容易である。ただし，熱も空気と一緒に送り込まれる

ため，除湿効果の可能な冷却が必要になる可能性がある。 

4.4 飽和形 

水を含んだ容器の中に空気を流すことによって，水蒸気で飽和状態となる。 

定常的な空気流の場合，水温を変えることによって湿度を制御する。水温を上げて湿度を上昇させると，

試験槽内の温度が上昇する可能性があり，また，水の熱容量が大きいため，応答に時間がかかる可能性が

ある。このため，除湿効果の可能な冷却が必要になる可能性がある。 

気泡が発生すると，破裂時に少量の噴霧が発生する可能性がある。 

4.5 表面からの蒸発 

広い水面上に空気を流すと湿気を含む。様々な方法，例えば，静止水面上に空気を繰り返し流すか，又

は，水を噴射させて，水と逆方向の空気流の垂直面を洗浄する方法が使用されている。このシステムでは，

噴霧の量は，最小限となる。湿度は，水温を変えることによって制御する。水の熱容量が大きいため，応

答に時間がかかる可能性がある。 

4.6 水溶液 

相対湿度は，温度を一定に保つ小さな密閉式の試験槽の中の化学塩の標準水溶液上で生成される。この

システムは，発熱供試品又は大量に水分を吸収する供試品には適切ではない。 

注記 供試品の表面に塩の粒子が析出する可能性があり，一部の材料に応力腐食を引き起こす可能性が

ある。 

警告 アンモニア塩などの場合は，塩の粒子が健康を害するおそれがある。 

4.7 除湿 

湿度を制御するために，表面の冷却，乾燥した空気の注入，乾燥剤など様々な除湿方法が使用される。 

注記 温度試験であっても，加熱中に試験空間内の湿気が冷たい試験片に結露すると，供試品に結露が

発生する可能性がある。 

4.8 湿度制御 
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試験槽の大きさ，加湿器及び温湿度センサーの応答時間によって，湿度制御システムの不確かさは大き

く変化する。試験槽の性能が低下することを考慮すれば，湿度制御システムの不確かさは，保守が適切か

否かに影響される。定期的な基準測定が望ましい。 

注記 湿度は，例えば，乾湿計又は静電容量センサーを使用して測定可能である。静電容量センサーで

は，例えば，酢酸などによって誘電体が影響を受ける可能性があり，かつ，供試品からのガス放

出によって測定システムが破損する可能性がある。 

5 湿度の影響の物理現象 

5.1 一般 

供試品は，特に規定がない場合には，特殊な処理を行わず，納入時の状態で試験することが望ましい。

試験前に特別に洗浄した供試品は，実使用で発生する影響を示さない可能性がある。 

供試品に対する湿気の影響に関する追加情報を，附属書 A に示す。 

5.2 結露 

露点温度は，空気中の水蒸気の含有量に依存する。露点，絶対湿度及び蒸気圧の間には直接的な相関関

係がある。 

試験槽中に供試品を入れるときに，その表面温度が試験槽中の空気の露点温度より低い場合，結露が発

生する可能性がある。結露を防ぐのが望ましい場合には，試験パラメータに応じて供試品を前もって加熱

するか，又は試験槽内の空気を除湿する必要がある場合がある。 

試験中に供試品に結露させる場合は，空気の露点温度を供試品の表面温度より高くするために，温度及

び空気中の水分含有量を高くすることが望ましい。 

結露が誘起される可能性がある試験の一例は，JIS C 60068-2-38 の試験 Z/AD である。 

通常，小さく軽量の（又は，より一般的には熱時定数が低い）供試品では，結露は，空気中の露点温度

が非常に早く上昇するとき，又は相対湿度が 100 ％に近いときにだけ発生する。JIS C 60068-2-30 に規定

されている試験 Db の温度上昇率では，非常に小さい供試品には結露は発生しない可能性がある。 

試験に結露が含まれる場合は，次の二つの現象を考慮することが望ましい。 

a) 局所的な環境条件 二つの供試品を隣り合わせに配置すると，一方は，他方を遮蔽することが可能で

ある。絶対湿度が同じでも，相対湿度が違う可能性がある。 

b) 封止されたきょう体内の空気 水分含有量は一定であるが，温度は異なる。周囲温度の低下によって，

結露がきょう体の内面において発生する可能性がある。 

通常，結露は，目視観察によって検出可能である。しかし，特に表面が粗い小さな対象物では，常に検

出することは不可能である。 

注記 結露は，供試品上の測定点の赤外線測定又は温度測定によって得られた温度と露点とを比較する

ことによって判定可能である。 

5.3 水蒸気吸着 

表面に付着する可能性がある水蒸気量は，材料の種類，表面構造，水蒸気圧及び温度に依存する。通常
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の水分吸収の影響がより顕著に現れるために，水蒸気吸着の影響を分離して評価することは困難である。 

5.4 水分吸収 

吸収される水分の量は，材料，水蒸気圧，温度及び周囲空気中の水分含有量に依存する。水分吸収のプ

ロセスは，平衡状態になるまで連続的に進行する。水分子の浸透速度は，温度とともに増加する。 

5.5 水分拡散 

拡散の一例として，電子部品においてよく見られる，有機材料でできた封止材への水蒸気の浸透がある。

例えば，コンデンサ若しくは半導体デバイスへの浸透又はシール材料を通してのきょう体内への浸透であ

る。 

6 加速試験 

6.1 一般 

加速試験の目的は，通常の使用環境における現象にできる限り類似した機能上の変化を，より短時間に

得ることである。通常の使用条件に比べてより過酷な条件下においては，通常とは異なる故障メカニズム

が生じる可能性がある。 

試験の厳しさを選ぶに当たっては，製品の実使用及び保管における制限条件を考慮することが望ましい。 

結露及び水蒸気吸着に要する時間は，通常，比較的短いが，平衡状態に達するまでの水分吸収及び水分

拡散には，より長い時間（数千時間に及ぶ。）を必要とする可能性がある。したがって，一部の試験では試

験時間は，数千時間に達する可能性がある（例えば，JIS C 60068-2-67 では，最大 2 000 時間の試験時間）。 

水分の浸透速度と温度との関係が分かっているときは，より高い温度を使用することで高温高湿試験の

加速が実現可能である。 

電気的バイアスを印加することによって，加速試験が実現可能である（JIS C 60068-2-66 及び JIS C 60068-
2-67 の加速試験参照）。 

注記 JIS C 60068-2-66 に規定されている加速試験方法は，その対応国際規格の規格名称では，“試験 Cx”
と表記されている。また，JIS C 60068-2-67 に規定されている加速試験方法は，その対応国際規格

の規格名称では，“試験 Cy”と表記されている。いずれも，各対応 JIS の規格名称には記載がな

い。 

試験 Db（JIS C 60068-2-30 参照）に適用されている温度サイクルは，一般には水分吸収及び水分拡散の

プロセスへの加速性に影響を与えない。水蒸気の浸透速度は，温度の上昇とともに増加することから，二

つの温度レベル（すなわち，槽内温度及び温度サイクルの上限温度）の実効平均値が試験 C（JIS C 60068-
2-78 の試験 Cab，JIS C 60068-2-66 の加速試験及び JIS C 60068-2-67 の加速試験参照）における試験温度よ

り低い場合は，試験 Db では水分吸収は，より遅く進行することになる。 

6.2 加速係数 

高温高湿試験に対して，一般的に妥当性のある加速係数を与えることは不可能である。もし，加速係数

を知ろうとした場合は，個々の特定製品ごとに経験からだけ決定することが可能である。 

比較試験の場合，個々の製品に対する故障メカニズムが変わらなければ，加速性を強めることは有効で
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あり，許容可能である。 

7 定常試験とサイクル試験との比較 

7.1 試験 C：高温高湿（定常）試験 

この定常試験は，主要部に対して水蒸気吸着，水分吸収又は水分拡散が作用するところで使用すること

が望ましい。呼吸作用の伴わない水分拡散のときは，定常試験又はサイクル試験のいずれによるかを，供

試品の種類及び用途に応じて決めることが望ましい。 

多くの場合，試験 Cab（JIS C 60068-2-78 参照）は，誘電体の要求される電気的特性が，湿度の高い雰囲

気で維持されているか，又は絶縁密封が十分な保護を保証可能かを決定するために適用する。 

水分拡散の影響を調査するための別の試験として，JIS C 60068-2-66 又は JIS C 60068-2-67 に規定され

ている試験が使用可能である。 

供試品によっては，定常試験によって生じるストレスがサイクル試験によって生じるストレスと同程度

になることがある。このような場合は，試験時間の制約によって適切な試験を選択することが可能である。 

7.2 試験 Db：高温高湿（サイクル）試験 

高温高湿（サイクル）試験が適切である場合は，JIS C 60068-2-30 に規定されている試験 Db があらゆる

タイプの供試品に使用可能である。サイクル試験は，結露の影響又は呼吸作用による水蒸気の浸透及び蓄

積の影響が重要である全ての場合に適用することが望ましい。 

方法 1 は，水分吸収の影響，又は呼吸作用による，水蒸気の浸透及び水蒸気の蓄積の影響が重要である

場合に適している。 

方法 2 は，複雑な試験装置が必要でなく，これらの影響効果があまり重要でない場合に使用する。 

封止試験（試験 Q，JIS C 60068-2-17）は，呼吸作用を可能にする漏れ箇所を速やかに検出することが可

能であるが，湿度サイクル試験の影響を再現することは不可能である。 

7.3 一連試験及び組合せ試験 

一連試験又は組合せ試験が必要な例として，1 回以上の温度サイクルの適用による接合部の気密性の判

定又は亀裂の検出がある。温度サイクル試験と湿度とを組み合わせた試験は，通常必要としない。 

温度変化試験（試験 N，JIS C 60068-2-14）を適用し，続いて試験 C 又は試験 Db（JIS C 60068-2-30）を

必要に応じて適用すると，目的の効果をより厳正に反映することが可能である。また，湿度試験の直後に

低温（耐寒性）試験（試験 A，JIS C 60068-2-1）を行うと，その効果は高められる。試験 N における大き

な温度差は，温度変化の割合がやや遅い試験 Db よりも非常に大きいストレスを発生させる。 

幾つかの高温高湿サイクル及び低温サブサイクルからなる組合せ試験は，異なる材料及び結合部をもつ

供試品の試験として，特にガラス結合部をもつ供試品の試験として推奨される。このような試験は，試験

Z/AD に規定され，一定の時間内のより多くの湿度変動，より高い上限温度，及び 0 ℃以下の温度への複

数の低温サブサイクルの追加からもたらされる効果があるという点で，他の高温高湿サイクル試験と異な

る。加速した呼吸作用の効果，及び割れ目又は裂け目に閉じ込められた水の氷結の効果は，組合せ試験の

本質的な効果である。 
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湿度サイクルの間に低温サブサイクルを導入することは，欠陥内に残留している可能性のある水を氷結

させ，氷結による膨張でその欠陥部を通常の寿命の間に起こるより早く故障に変更することを目的として

いる。 

しかし，氷結の影響は，通常は，シールと金属組立てとの間又はシールとワイヤ配線電極との間の裂け

目のような場合のように，裂け目の大きさが凝集した水の固まりの浸透を可能とするのに十分な大きさで

ある場合にだけ生じることを強調しておく。 

例えば，プラスチック封止における小さい細線上の割れ目又は多孔性材料に対しては，水分吸収効果が

優勢となる。これらの影響を調査するために，高温高湿（定常）試験を優先することが望ましい。 

8 供試品に対する試験環境の影響 

8.1 物理的特性の変化 

材料の機械的及び光学的特性，例えば，材料の膨張，摩擦係数のような表面特性の変化，強度の変化は，

湿度の高い雰囲気で変化する可能性がある。 

そのような特性変化の判定は，適用する試験に依存する。すなわち，定常試験又はサイクル試験のいず

れが適正か，結露が必要かどうかに依存する。 

8.2 電気的特性の変化 

8.2.1 表面湿気の場合 

絶縁材料の表面が，結露又はある程度の湿気吸収によって影響を受けた場合，表面抵抗値の減少，交流

電流における容量及びインダクタンスの損失角の増加のように，電気的特性が変化する可能性がある。漏

れ電流も，また，発生する可能性がある。 

一般に，試験 Db（JIS C 60068-2-30）は，そのような場合に適用する。もし，結露を考慮しない場合は，

試験 Cab（JIS C 60068-2-78）を代わりに適用することが可能である。 

場合によっては，試験中に供試品の電源を入れるか，負荷をかけるか，又は測定を行う。 

一般に，表面の湿気による電気的特性の劣化は，数分後に現れる。 

8.2.2 浸透した湿気の場合 

絶縁材料に吸収された湿気は，電気的耐性の減少，絶縁抵抗の減少，損失角の増加及び静電容量の増加

のような電気的特性の変化を引き起こす可能性がある。 

水分吸収及び水分拡散のプロセスは，長期間にわたって発生し，均衡状態の到達には数百又は数千時間

もかかるので，状況に応じて長期の試験時間を選択することが望ましい。時間依存性が分かっている場合

に限って，試験結果の推定が可能である。一例として，試験 Cab（JIS C 60068-2-78）に 56 日間さらした

後も十分であるように見えるプラスチック封止でも，多量の水分吸収又は多量の水分拡散のため，長期間

にわたって劣化する可能性がある。 

例えば，湿気を防ぐ半導体の不活性化，又は乾燥剤の同封によって，封止体内の機能部分が湿度に対し

て更に保護されているとき，吸収された湿気による影響の評価が問題となる可能性がある。 
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8.3 腐食 

十分な量の湿気があるときに腐食が起こる可能性がある。温度又は湿度の増加に伴って腐食の影響は加

速され，頻繁な結露及び再蒸発が存在するとき，腐食による著しい劣化が起こる。 

高温高湿試験は，腐食の影響の決定には使用しない方がよい。異質の物質，例えば，フラックスの残余，

製造プロセスにおける他の残余，汚れ，指紋などが金属の表面に堆積したとき，それらは，湿気の存在下

で，腐食を引き起こすか又は促進する可能性がある。 

異種の金属間の結合部分，又は金属と非金属材料との結合部分は，結露又は高相対湿度状態が存在する

と腐食の発生源となる可能性がある。 

これは，バイアス電圧の印加によって，促進可能である（JIS C 60068-2-66 の加速試験及び JIS C 60068-
2-67 の加速試験参照）。 
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附属書 A 
（参考） 

湿度の影響のダイヤグラム 

A.1 一般 

湿度試験に係る物理的プロセスについて，すなわち，物理的プロセス間の関係，材料又は供試品の構造

的特徴及び試験の効果を，図 A.1 に示す。 

図 A.1 の物理的プロセスに係る試験パラメータに対応する記号は，次のとおりである。 

時間（全試験期間） t（s） 
温度 T（K) 
温度差 ΔT（K） 
温度変化率 dT/dt 
相対湿度 RH（%） 
相対湿度の差 Δ(RH) 
絶対湿度 AH（g/m3） 
試験雰囲気中に存在する不純物質の割合 Pu 

A.2 説明 

A.2.1 水の浸透 

材料中への浸透のメカニズムとエンクロージャにおける漏れを通して発生するメカニズムとの違いを，

次に示す。 

a) 材料においては，浸透は，“バルク拡散”，すなわち，固体中に存在する分子欠陥を通じた単一水分子

の移動が原因となって起こる。このメカニズムが“水分吸収”という現象をもたらす。バルク拡散は，

水分子を保護材料（例えば，プラスチック製の封止体に埋め込まれたフィルム形抵抗器の抵抗性フィ

ルム）によって覆われた装置の感応しやすい部分に到達させる可能性がある。同じプロセスによって，

水分子は，エンクロージャ内部の空洞部に到達可能である。 

b) 漏れによる浸透は，通気孔，エンクロージャ若しくは封止物を通過して生じる水の浸透又は水蒸気の

移動に起因する。三つの主要なメカニズムは，次のとおりである。 

水分拡散: 水分子の移動は，巨視的な空気の流れとは無関係に，漏れの濃度勾配に起因する。 

流れ: 水分子は，空気流を伴う漏れを通して引き込まれる。 

呼吸作用: この規格では，呼吸作用は，例えば，温度の変動による，漏れに沿った全圧又は分圧の

差の変動によって，漏れに沿って水蒸気が流れることであると考える。 

このプロセスは，供試品の表面に結露が形成されることによって開始する可能性があ

る。供試品表面の一部又は全体の温度が湿度値に対応する露点より低くなり，水分が供

試品表面の小さな亀裂及び隙間にたまる可能性がある。 

空気温度が低下すると，供試品の内部空隙の空気は収縮し，その結果，圧力が低下して，

湿った空気又は結露した水のいずれかが，供試品内部の亀裂又は他の漏れを通って引き

込まれる。湿った空気は，空隙の内壁に結露し，徐々に空隙を埋める可能性がある。温

度上昇期には，空隙内の空気が膨張し，引き込み時よりも露点が低くなり，部分的に水

分は蒸発する。これを繰り返すと，水分が供試品の内部にたまり，次第にその空隙を埋

める可能性がある。 
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注記 漏れによる浸透メカニズムの区分は，幾分恣意的である。実際，水分拡散と流れとの間には連続

的な移行があり，流れは，呼吸作用の結果となる可能性がある。 

A.2.2 影響の例 

湿度の影響の代表的な例を，図 A.1 の最終段に示す。これらの引用例は，必ずしも物理的プロセスに起

因するものだけとは限らない。 

この最終段の“四角の枠”は，種々の影響間の相互作用が起こる可能性があるので，完全に分離してい

ると考えない方がよい。 

このことは，左から 4 番目の枠に示されている。すなわち，材料と水分との化学反応が体積抵抗率の変

化，損失角などの変化をもたらす可能性を示している。また，これは，より明確な相互作用の一つである

が，他にも多くの相互作用が存在する。 

 
 

このいわゆる“呼吸作用”効果は，湿気の多い大気中で供試品内部の温度が変化するこ

とによって発生する。試験の氷点下段階への移行中に，亀裂及び他の空隙に閉じ込めら

れた水分は氷結し，氷の膨張によって亀裂が広がり，新しい亀裂が形成される可能性が

ある。 
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図 A,1－湿度試験に係る物理的プロセス（1/2） 
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図 A,1－湿度試験に係る物理的プロセス（2/2） 

影響 

寸法の影響 

T，AH，t 

供試品の機械的 
特性の変化 

供試品の非機械的 
特性の変化 

供試品の非機械的 
特性の変化 

寸法にかかわら
ない物質的な影

T，AH，t 

電気的影響 

T，AH，t 

非電気的影響 

T，AH，t 

電気的影響 

dT/dt，RH，t，Pu 

非電気的影響 

dT/dt，RH，t，Pu 

物体内部 

T，AH，t 

界面 

T，AH，t 

単一材料 

T，dT/dt，RH，t，
Pu 

復合材料 

T，dT/dt，RH，t，
Pu 

影響例 

摩擦 

気密性の

喪失 

ひび割れ 

硬度の変化 

 

 

 

 

 

体積抵抗 

損失角 

誘電体定数 

電圧破壊 

材料と湿気との化

学反応の結果生じ

得ること 

腐食 

密着性の喪

失 

表面抵抗 

絶縁破壊 

化学腐食 

(接点，磁気コア，

はんだタグ) 

表面仕上げ 

印刷（ラベル） 

光透過率 

電食(異種金属

材) 

マイグレーショ

ン 



13 
C 60068-3-4：0000 

 

 著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 
 

参考文献 
JIS C 60068-1 環境試験方法－電気・電子－第 1 部：通則及び指針 

注記 対応国際規格における参考文献：IEC 60068-1, Environmental testing－Part 1: General and 
guidance 

JIS C 60068-2-1 環境試験方法－電気・電子－第 2-1 部：低温（耐寒性）試験方法（試験記号：A） 
注記 対応国際規格における参考文献：IEC 60068-2-1, Environmental testing－Part 2-1: Tests－Test A: 

Cold 

JIS C 60068-2-14 環境試験方法－電気・電子－第 2-14 部：温度変化試験方法（試験記号：N） 
注記 対応国際規格における参考文献：IEC 60068-2-14, Environmental testing－Part 2-14: Tests－Test 

N: Change of temperature 

JIS C 60068-2-17 環境試験方法－電気・電子－第 2-17 部：封止（気密性）試験方法 
注記 対応国際規格における参考文献：IEC 60068-2-17, Environmental testing－Part 2-17: Tests－Test 

Q: Sealing 

JIS C 60068-2-30 環境試験方法－電気・電子－第 2-30 部：温湿度サイクル（12＋12 時間サイクル）

試験方法（試験記号：Db） 
注記 対応国際規格における参考文献：IEC 60068-2-30, Environmental testing－Part 2-30: Tests－Test 

Db: Damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle) 

JIS C 60068-2-38 環境試験方法－電気・電子－第 2-38 部：温湿度組合せサイクル試験（試験記号：

Z/AD） 
注記 対応国際規格における参考文献：IEC 60068-2-38, Environmental testing－Part 2-38: Tests－Test 

Z/AD: Composite temperature/humidity cyclic test 

JIS C 60068-2-39 環境試験方法－電気・電子－第 2-39 部：減圧下の温度又は温湿度複合試験及び指

針 
注記 対応国際規格における参考文献：IEC 60068-2-39, Environmental testing－Part 2-39: Tests－Tests 

and guidance: Combined temperature or temperature and humidity with low air pressure tests 

JIS C 60068-2-66 環境試験方法－電気・電子－高温高湿，定常（不飽和加圧水蒸気） 
注記 対応国際規格における参考文献：IEC 60068-2-66, Environmental testing－Part 2-66: Test methods

－Test Cx: Damp heat, steady state (unsaturated pressurized vapour) 

JIS C 60068-2-67 環境試験方法－電気・電子－基本的に構成部品を対象とした高温高湿，定常状態の

促進試験 
注記 対応国際規格における参考文献：IEC 60068-2-67, Environmental testing－Part 2-67: Tests－Test 

Cy: Damp heat, steady state, accelerated test primarily intended for components 

JIS C 60068-2-78 環境試験方法－電気・電子－第 2-78 部：高温高湿（定常）試験方法（試験記号：

Cab） 
注記 対応国際規格における参考文献：IEC 60068-2-78, Environmental testing－Part 2-78: Tests－Test 

Cab: Damp heat, steady state 

JIS C 60721-2-1 環境条件の分類－第 2-1 部：自然環境の条件－温度及び湿度 
注記 対応国際規格における参考文献：IEC 60721-2-1, Classification of environmental conditions－Part 

2-1: Environmental conditions appearing in nature－Temperature and humidity 

JIS Z 2911 かび抵抗性試験方法 
注記 対応国際規格における参考文献：IEC 60068-2-10, Environmental testing－Part 2-10: Tests－Test 

J and guidance: Mould growth 
 




